ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2008



Bestatigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchfilhrung und den Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, fiir
das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 gepriift. Die Buchfiihrung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
sowie den erganzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und (ber den La-
gebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaliger Abschlusspriifung
vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und
Verstole, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaRiger Buchfilhrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse (ber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen lber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im
Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise flir die Angaben in Buchfiinrung, Jahresabschluss und Lagebericht (iberwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.



Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergédnzenden Bestimmungen der Satzung und
vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen
Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukUlnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, 3. Marz 2009

Ernst & Young AG
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Englisch Krebs
Wirtschaftspriifer Wirtschaftspriifer



ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

A.

Anlagevermégen
Immaterielle Vermégensgegenstande

Software und Lizenzen und &hnliche Rechte und Werte
Geleistete Anzahlungen

Sachanlagen

Grundstucke und Bauten

Technische Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht

Sonstige Ausleihungen

Ruckdeckungsanspriiche aus Lebensversicherungen

Umlaufvermégen

Vorrate

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Unfertige Erzeugnisse

Fertige Erzeugnisse und Waren

Forderungen und sonstige Vermogensgegensténde
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhaltnis besteht
Sonstige Vermdgensgegenstande

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2007
EUR EUR TEUR
11.178.954,59 11.733
1.327.256,35 2.025

12.506.210,94 13.758

10.530.761,70 10.846
36.087.256,73 33.015
2.451.878,98 2.854
11.086.433,57 8.509

60.156.330,98 | 55.224

41.346.544,79 63.350
498.587,10 55
466.084,90 304
26.333.498,02 0
1.741.592,00 1.627

70.386.306,81 ¢ 65.336

143.048.848,73 134.318

6.221.784,72 6.627
17.856.399,00 17.119
8.672.405,61 5.921

32.750.589,33 29.667

26.379.373,02 24.553
7.054.203,65 4.253
928.042,42 122
6.407.605,93 3.455

40.769.225,02 32.383

40.158.474,13 38.220

113.678.288,48 100.270

5.381.361,58 5.392

262.108.498,79 239.980

Passiva

A.  Eigenkapital

. Gezeichnetes Kapital
Il Kapitalriicklage

lll. Gewinnriicklagen
Andere Gewinnrlicklagen

IV. Bilanzgewinn

B. Rickstellungen

1. Ruckstellungen fir Pensionen
2. Steuerriickstellungen
3. Sonstige Rickstellungen

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegeniber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegentiber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht

6. Sonstige Verbindlichkeiten

SR

D. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2007

EUR EUR TEUR
19.414.205,00 19.414

84.784.588,35 84.785

102.223,64 102

36.713.349,40 39.621
141.014.366,39 ___ 143.922

1.894.698,00 1.838
1.432.390,14 58
11.819.126,88 7.537
15.146.215,02  9.433

40.000.000,00 41.115
29.800,00 0
8.039.388,28 6.819
56.551.211,73 35.315
435.682,86 1.786
889.002,47 939
105.945.085,34 85.974
2.832,04 ¢ 651

262.108.498,79 239.980




ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung fiir 2008

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

. Umsatzerlése
. Erhdéhung des Bestands an

fertigen und unfertigen Erzeugnissen

. Andere aktivierte Eigenleistungen
. Sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand

a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
fur Altersversorgung
davon fir Altersversorgung
EUR 135.514,64 (Vj. TEUR 127)

. Abschreibungen auf immaterielle Vermégens-

gegenstande des Anlagevermégens
und Sachanlagen

. Sonstige betriebliche Aufwendungen

. Ertrage aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 1.848.321,08 (Vj. TEUR 1.928)
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertréage
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 4.154.090,00 (Vj. TEUR 38)
Ertrdge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen

des Finanzanlagevermdgens

davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 1.364.512,00 (Vj. TEUR 0)
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
EUR 2.349.293,49 (V|. TEUR 1.362)

Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Sonstige Steuern

Jahresfehlbetrag
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Bilanzgewinn

2007

EUR EUR TEUR
159.439.098,05 158.352
3.488.784,09 4.396
184.481,49 197
4.976.960,49 3.898
168.089.324,12  166.843

-20.100.795,90 -21.212
-49.399.584,31 -46.786
-33.198.563,90 -31.416
-5.827.645,54 -5.627
-13.848.355,71 -13.009
-50.738.471,58 -53.047
-173.113.416,94 _ -171.097

1.848.321,08 1.928
5.622.986,90 769
1.364.512,00 0
-5.039.415,98 -3.480
3.796.404,00 -783
-1.227.688,82 - -5.037

-1.355.107,54 -24
-325.166,09 -255
-1.680.273,63 __ -279

-2.907.962,45 -5.316

39.621.311,85 44.937

36.713.349,40 39.621




ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Anhang far 2008

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemaf §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie
nach den einschlagigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten
die Vorschriften flr groBe Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Fiar die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maBgebend.

Erworbene immaterielle Vermégensgegenstande sind zu Anschaffungskosten bilan-
ziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungs-
dauer um planmaBige Abschreibungen (3 - 10 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermégen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt
und wird, soweit abnutzbar, um planméaBige Abschreibungen vermindert.

Die Vermdgensgegenstdnde des Sachanlagevermégens werden nach MaBgabe
der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter
Hochstsatze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulédssig, wird flir bewegliche Anlagegu-
ter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in
dem Jahr, fir welches die lineare Methode erstmals zu héheren Jahresabschreibungs-
betragen flhrt, Gbergegangen. Die Ubrigen Anlagegiter werden linear abgeschrieben.
Geringwertige AnlagegUter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 (bis zum
31. Dezember 2007 EUR 410,00), sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw.
als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Fir AnlagegUter
mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem
31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der jahrlich steuerlich zu bildende
Sammelposten aus Vereinfachungsgriinden in die Handelsbilanz Gbernommen. Von
den jahrlichen Sammelposten, deren Héhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung
ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 % p.
a. im Jahr, fir dessen Zugange er gebildet wurde, und den 4 darauf folgenden Jahren
abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugange des Sachanlagevermégens werden
im Ubrigen zeitanteilig vorgenommen.
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Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungs-
kosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsétzlich
zum Nennwert angesetzt. Anspriche aus Rickdeckungsversicherung werden zum Ak-
tivwert angesetzt.

Die Vorrate werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren
Tageswerten angesetzt. Die Bestande an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu
durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstich-
tag aktiviert.

Fir ein Freihand- sowie ein Ersatzteillager wurden Festwerte gebildet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen,
die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet,
wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungsléhnen und
Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibun-
gen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang bertcksichtigt werden. In al-
len Fallen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Ver-
kaufspreisen Abschlage fir noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermogen, die sich aus Uberdurchschnittlicher
Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten
ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berlcksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermodgensgegenstédnde sind zum Nennwert angesetzt.
Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichti-
gungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschla-
ge bertcksichtigt.

Die Rickstellungen fiur Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen werden
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen ermittelt. Den Teilwerten geman
§ 6a EStG liegt ein RechnungszinsfuB von 6 % zugrunde.

Die Steuerriickstellungen und die sonstigen Riickstellungen beriicksichtigen alle
ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschaften.
Sie sind in der Héhe angesetzt, die nach verniinftiger kaufmannischer Beurteilung not-
wendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rlckzahlungsbetrag angesetzt. Zuschiisse auf Entwick-
lungsleistungen werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwéahrungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu
niedrigeren bzw. hdheren Stichtagskursen bilanziert.
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Erlauterungen zur Bilanz

Anlagevermogen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermégens ist unter Angabe der Ab-

schreibungen des Geschéftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben zum Anteilsbesitz

Inland
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt

attoSENSOR GmbH, Penzberg

ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG,
Dortmund

ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG,
Dortmund

ELMOS Semiconductor Siid GmbH,
Minchen

Epigone Grundstlcksverwaltungsgesellschaft
mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

GED Gartner Electronic Design GmbH,
Frankfurt/Oder

Gesellschaft fir Halbleiterpriiftechnik mbH,
Dortmund

IndustrieAlpine Bautrager GmbH, Miinchen
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe
ELMOS Industries GmbH, Hanau

DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden

Wahrung  Beteiligungen Eigenkapital Ergebnis in
% in TEUR/LW Tausend
EUR 33,33 239 65"
EUR 45,00 61 7!
EUR 100,00 173 227?
EUR 100,00 92 6022
EUR 100,00 176 42
EUR 45,00 25 21
EUR 73,90 1.261 259
EUR 100,00 118 53
EUR 51,00 -998 -132
EUR 51,00 -503 -235
EUR 49,00 -1.028 272
EUR 20,00 355 -116

' Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorlaufigen, ungepriften Abschliissen zum 31. Dezember 2008.
2 Es handelt sich um mitteloaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

® Die vorgelegten Zahlen beruhen auf dem Abschluss zum 31. Dezember 2007.
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Wahrung  Beteiligungen Eigenkapital Ergebnis in

Yo in TEUR/LW Tausend
Ausland
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL) EUR 100,00 80.389 9.852
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen EUR 100,00 -7.168 -5.992"
(NL)
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL) EUR 100,00 1.358 2.688'
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL) EUR 100,00 434 337’
European Semiconductor Assembly (Eurasem)
B.V., Nijmegen (NL) EUR 100,00 9.545 0’
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited,

Pretoria (Sudafrika) ZAR 67,60 -2.086 -1.123"
ELMOS France S.A.S., Levallois Perret (F) EUR 100,00 2.497 1.194
Elmos USA Inc., Farmington Hills (USA) usD 100,00 - -2
ELMOS California Inc., Milpitas (USA) usD 100,00 -345 -49'
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA) uSbD 100,00 519 3.524"
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA) usD 100,00 -1.241 2.648'
Vorrate

Im Geschéaftsjahr wurden auBerplanmaBige Abschreibungen auf Vorratsvermdgen in
H6he von TEUR 713 vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermégensgegenstéande

Die Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande haben bis auf einen Betrag
von TEUR 98 (Vj. TEUR 97) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermdgensgegenstanden sind aktivierte Forderungen auf Erstattung

von verauslagten Entwicklungskosten in Héhe von TEUR 480 (Vj. TEUR 233) enthal-
ten.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin ist ein Disagio in Héhe von TEUR 74 enthalten.

! Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.
2Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.
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Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden,
nennwertlosen Stiickaktien bestehende Grundkapital in Héhe von EUR 19.414.205,00
ist voll eingezahlt.

Der Vorstand wird erméchtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stlck neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhéhen (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um EUR 885.795,00, eingeteilt in 885.795 nennwertlose Stlickak-
tien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteili-
gen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhéht (Bedingtes Kapital 1).
Die bedingte Kapitalerhéhung dient ausschlieBlich der Gewahrung von Bezugsrechten
an Vorstandsmitglieder, Fihrungskrafte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mit-
glieder der Fihrungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird
nur insoweit durchgefiihrt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesell-
schaft nach MaBgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September
1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese
ausuben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschéftsjahres an, in dem sie
durch Ausibung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00, eingeteilt in bis zu
5.000.000 auf den Inhaber lautende Stlickaktien bedingt erhéht (Bedingtes Kapital II).
Die bedingte Kapitalerhéhung wird nur insoweit durchgefihrt, wie die Inhaber von Op-
tionsscheinen oder Wandlungsrechten bis zum 9. Mai 2012 durch die Gesellschaft
oder durch eine unmittelbare oder mittelbare inlandische oder auslandische 100-pro-
zentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aus gemaB der Beschlussfassung
der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber
der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inlandischen oder
auslandischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 9. Mai 2012 aus-
zugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfillen. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschéftjahres an, in dem sie durch Auslbung
von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erflllung von Wandlungspflichten
entstehen, am Gewinn teil.
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Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 930.000,00 eingeteilt in 930.000 nenn-
wertlose Stlckaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie ent-
fallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro, bedingt erhéht (Beding-
tes Kapital Ill). Die bedingte Kapitalerhéhung dient ausschlieBlich der Gewahrung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, FUhrungskrafte und Mitarbeiter der Gesell-
schaft sowie an Mitglieder der Fihrungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unter-
nehmen (,Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgefihrt, wie im Rah-
men des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach MaBgabe des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die
Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausiben. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschéftsjahres an, in dem sie durch Austbung von Optionsrechten ent-
stehen, am Gewinn teil.

Es bestehen Bezugsrechte gemaB § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptions-
programm flr Vorstandsmitglieder, Flhrungskrafte und Mitarbeiter zum Erwerb von
409.916 Aktien. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stiickaktie ohne
Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Gratisaktien-Programm (Stock Awards)

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt.
Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Fihrungskrafte und Mit-
glieder des Vorstandes in Anerkennung flr die im Vorjahr erbrachte Leistung verge-
ben. Die Gewahrung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit
ihren Leistungstragern zeigen und zum anderen als Motivation flr das Engagement
und die Leistungsbereitschaft verstanden werden. Auch in 2008 wurde ein Stock
Awards Programm begeben.

Das Stock Awards Programm 2008 umfasst 50.000 Aktien und entspricht 0,26 % des
Grundkapitals. Diese Aktien wurden zuvor an der Bérse im Rahmen der Ermachtigung
zum Ruckkauf eigener Aktien zuriick erworben. Fir die Stock Awards gilt eine Halte-
frist von 2 Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen
Anzahl, sodass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil der Mitarbeiter, Fiihrungs-
krafte und Mitglieder des Vorstands entstehen, beglichen werden kénnen. ELMOS
plant auch fir die kommenden Jahre ein ahnliches Stock Awards Programm.

Die Aktien wurden zwischen dem 30. Januar 2008 und 25. Februar 2008 zum Preis
von EUR 5,95 je Aktie zuziglich Provision erworben (gesamt TEUR 302) und bis zum
31. Dezember 2008 vollstdndig an die Mitarbeiter, Fihrungskréafte und Mitglieder des
Vorstands ausgegeben.
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Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 39.621.311,85 enthalten; im Ubrigen

verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag fir die Verwendung des Bilanzge-
winns.

Rickstellungen

Die Pensionsruckstellungen wurden fir ehemalige Mitglieder des Vorstands bzw. de-
ren Hinterbliebenen gebildet.

Die Steuerrlckstellungen betreffen Ertragsteuern.
Die sonstigen Ruckstellungen wurden im Wesentlichen flr Berufsgenossenschaftsbei-

trage, Tantiemen, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, sonsti-
ge Personalriickstellungen und Altersteilzeitanspriiche gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspie-
gel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenlber Gesellschaftern.
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Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit

1.

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Verbindlichkeiten
gegeniber Kreditinstituten
Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen

. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegentber
verbundenen Unternehmen

. Verbindlichkeiten gegentber

Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht

. Sonstige Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

- davon aus Steuern

(Vorjahr)

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit

(Vorjahr)

Restlaufzeit

gesamt unter 1 bis 5 tber 5 gesamt
31.12.2008 1 Jahr Jahre Jahre 31.12.2007
40.000 0 40.000 0 41.115
30 30 0 0 0
8.039 8.039 0 0 6.819
56.551 56.551 0 0 35.314
436 436 0 0 1.786
889 734 88 67 889
(939) (939) (0) (0) (939)
677
(679)
0

Ein Darlehen Gber TEUR 20.000 ist durch eine auf TEUR 12.500 betragsmaBig be-
schrankte Blrgschaft der WestLB AG, Disseldorf, gesichert. Die Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sind, bis auf brancheniblich verlangerte Eigentumsvorbe-
halte von Lieferanten, im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten
sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhaltnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhéltnisse

Die Gesellschaft

hatte eine Bulrgschaft

fir eine Kreditlinie

in

Hoéhe von

USD 2.000.000,00 Ubernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewahrt

wurde. Zum Abschlussstichtag besteht diese nicht mehr.

Die Gesellschaft hat fir ein weiteres verbundenes Unternehmen eine Blirgschaft in

Hoéhe von TEUR 11 Gbernommen.
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Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hatte einen Bonus Zinssatz-Swap fiir einen Nominalbetrag in Hohe
von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abge-
schlossen. Gegenstand dieses Vertrages war der Tausch eines Festzinssatzes in Ho-
he von 5,250 % p. a. gegen einen variablen Zinssatz in Héhe der Euro Interbank Offe-
red Rate (EURIBOR-Telerate) fir 3-Monatsgelder.

In 2008 wurden aus diesem Vertrag keine Ertrage bzw. Aufwendungen gebucht, er en-
dete vertragsgeman im Geschaftsjahr. Es wurden keine weiteren derivativen Finanzin-
strumente abgeschlossen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingvertrage fir das Betriebs- und Verwaltungsgebaude, das
Mitarbeiterzentrum, das Parkhaus sowie fiir ein weiteres Blirogebdude abgeschlossen,
deren Laufzeiten sich bis 2014, 2019, 2020, und 2021 erstrecken. AuBBerdem hat die
Gesellschaft Leasingvertrage flr technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs-
und Geschéftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten zwischen 2009 und 2019
enden. Daneben bestehen Leasingvertrage fir den Fuhrpark, Blromaschinen und
technische Anlagen und Maschinen in betriebsiblichem Umfang sowie Verpflichtungen
aus Ruckdeckungsversicherungen.

Die Gesellschaft hat einen Vertrag Uber gemeinsame Forschungs- und Entwicklungs-

leistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2016 abge-
schlossen.
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Infolge der bestehenden nichtkiindbaren oben genannten Vertrdge summieren sich die

in den folgenden Jahren zu zahlenden Betrage wie folgt:

2009
2010
2011
2012
2013
Folgejahre (gesamt)

TEUR

24.297
20.551
15.061
12.907

9.975
43.665

In den angegebenen Werten sind sonstige finanzielle Verpflichtungen gegeniber ver-
bundenen Unternehmen in H6he von TEUR 353 enthalten, die sich gleichmé&Big auf die

Jahre 2009 - 2013 verteilen.

Aus erteilten Investitionsauftragen besteht ein Bestellobligo von TEUR 417.

Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlose

- nach Sparten
Produktion
Entwicklung
Sonstiges

Nettoumsatzerldse

- nach Regionen
Inland

Ubrige EU-Lander
USA

Ubrige Lander

Nettoumsatzerldse

AuBerplanméBige Abschreibungen

2008

TEUR

152.821
6.208
410

159.439

62.289
62.648
9.131

25.371
159.439

2007

TEUR

154.331
3.533
488

158.352

61.446
58.244
11.928

26.734
158.352

Auf Gegenstédnde des immateriellen Anlagevermégens wurden im Geschéftsjahr au-

BerplanmaBige Abschreibungen in Héhe von TEUR 1.050 vorgenommen.
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Sonstige betriebliche Ertrage
Bei den periodenfremden Ertrdgen handelt es sich im Wesentlichen um Ertrége aus

der Auflésung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 871), Ertrage aus der
Auflésung von Ruckstellungen (TEUR 53) und Ertrage aus Anlageabgangen (TEUR 6).

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwen-
dungen aus Garantieleistungen (TEUR 835), Forderungsverluste (TEUR 810) sowie

das Jahr 2007 betreffende Gutschriften (TEUR 634) und Nachbelastungen Vorjahre
(TEUR 28).

Honorare fir Abschlusspriifer

Das im Geschéftsjahr als Aufwand erfasste Honorar flr Abschlussprifer gliedert sich
auf in die Bereiche Abschlussprifung (TEUR 124), sonstige Bestatigungs- oder Bewer-
tungsleistungen (TEUR 74) sowie Steuerberatungsleistungen (TEUR 155).

In den sonstigen Bestatigungs- oder Bewertungsleistungen sind u. a. Honorare fir die

Priferische Durchsicht des Konzernzwischenabschlusses zum 30. Juni 2008 enthal-
ten.

Sonstige Angaben
Aufsichtsrat

Prof. Dr. Glnter Zimmer, Duisburg, Diplom-Physiker, (Vorsitzender)
Universitatsprofessor i.R.

Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Selbststandiger Volkswirt

Jérns Haberstroh, Kerken, Diplom-Okonom
Management Consultant
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Dr. Peter Thoma, UnterschleiBheim, Diplom-Physiker
Consultant Automotive Electronics

Jutta Weber, Tarrytown, New York, Diplom-P&dagogin
Erzieherin

Dr. rer. nat. Klaus Weyer, Diplom-Physiker
Management Consultant

Herr Prof. Dr. Gunter Zimmer Gbt 2 weitere Aufsichtsratsmandate (Siltronic AG,
Dolphin Intégration S.A.), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere 2 (Vattenfall Europe Mining
AG, Arcelor Mittal Eisenhittenstadt GmbH), Herr Jérns Haberstroh ein weiteres Man-
dat (Ehlebracht AG) und Herr Dr. Peter Thoma ein weiteres Mandat aus (Kromberg &
Schubert GmbH & Co. KG). Herr Dr. Weyer bt 2 Aufsichtsratmandate aus (Aufsichts-
rat der Paragon AG, Projektbeirat der MST Dortmund).

Vorstand

Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, Lidenscheid
Vorstandsvorsitzender

Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn
Vorstand fur Produktion

Diplom-Volkswirt Nicolaus Graf von Luckner, Oberursel
Vorstand fur Finanzen

Diplom-Ingenieur Dr. rer.-nat. Frank Rottmann, Dortmund (bis 30. April 2008)
Vorstand fur Vertrieb und Entwicklung

Jirgen Hoéllisch, Purbach am Neusiedlersee (seit 1. Oktober 2008)
Vorstand fur Vertrieb und Entwicklung
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Gesamtbeziige des Vorstands

Die Bezlige des Vorstands teilen sich in fixe Bezlige und variable, erfolgsorientierte
Beziige auf, die sich auf ErgebnisgréBen des ELMOS Konzerns beziehen. Demnach
betrugen die Bezlige des Vorstands fir 2008 insgesamt TEUR 1.810. Hiervon entfallen
auf den fixen Bestandteil TEUR 1.244 und auf den variablen Teil TEUR 525. Fir Mit-
glieder des Vorstands bestehen mittelbare Pensionszusagen, flir die aufgrund der voll-
sténdig kongruenten Rickdeckung durch eine Rickdeckungsversicherung keine Pen-
sionsrickstellung zu bilden ist. In 2008 beliefen sich die Beitrage fir diese Pensions-
pldne auf TEUR 366, die im fixen Bestandteil der Beziige enthalten sind. Aus dem Gra-
tisaktien-Programm (Stock Awards) wurden den Vorstandsmitgliedern 14.139 Aktien
mit einem Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewahrung in H6he von insgesamt TEUR 41
Ubertragen.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer %-Mehrheit beschlossen,
die Angaben geméaf § 285 | Nr. 9a Satz 5 - 9 HGB fir die folgenden 5 Jahre zu unter-
lassen.

Die Bezlge fur frihere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im
Geschaftsjahr 2008 TEUR 255. Ferner wurden flr diese Versicherungspramien in Ho-
he von TEUR 275 entrichtet, die gebildete Pensionsriickstellung betragt TEUR 1.895.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semi-
conductor AG, Dortmund:

Aktien Aktienoptionen
Dr. Anton Mindl 103.725 0
Reinhard Senf 16.923 25.000
Nicolaus Graf von Luckner 10.614 0
Jurgen Hoéllisch 0 0

Gesamtbeziige des Aufsichtsrats

Die fixen Bezuge (inkl. Spesen und Auslagen) des Aufsichtsrats beliefen sich fur 2008
insgesamt auf TEUR 82, es wurde keine variable Vergltung gezahilt.

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2009 keine Aktienoptionen und keine Gratisaktien
ausgegeben.
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Flr sonstige Dienstleistungen — insbesondere Beratungen — vergltete die Gesellschaft
an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschaftsjahr 2008 TEUR 342.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien
der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktien Aktienoptionen
Prof. Dr. Glinter Zimmer 0 0
Dr. Burkhard Dreher 5.000 0
Jorns Haberstroh 3.956 0
Dr. Peter Thoma 9.200 25.000
Jutta Weber 200 0
Dr. Klaus Weyer 87.500 25.000

Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zusammen indirekt 33,6 % der Aktien der Gesell-

schaft.

Meldepflichtige Wertpapiergeschafte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschafte fanden in 2008 statt:

Datum Name Funktion Transaktion | Stiickzahl | Kurs/ Gesamt-
Ort Basispreis | volumen
(Euro) (Euro)
15.05.2008 Dr. Burkhard Aufsichtsratsmitglied Kauf 3.100 6,40 19.840
Frankfurt/Main | Dreher
17.10.2008 Dr. Klaus Aufsichtsratsmitglied Kauf 109.500 3,15 344.925
auBerbdrslich | Weyer
17.10.2008 Prof. Dr. GUn- | Aufsichtsratsvorsitzender Kauf 109.500 3,15 344.925
auBerbdrslich | ter Zimmer
20.10.2008 Dr. Anton Vorstandsvorsitzender Kauf 50.000 3,15 157.500
auBerbdrslich Mindl
20.10.2008 Dr. Klaus Aufsichtsratsmitglied Kauf 50.000 3,1465 157.325
auBerbdrslich | Weyer
20.10.2008 Prof. Dr. GUn- | Aufsichtsratsvorsitzender Kauf 50.000 3,1465 157.325
auBerbdrslich | ter Zimmer
23.10.2008 Nicolaus Graf Vorstandsmitglied Kauf 1.000 3,15 3.150
Frankfurt/Main | von Luckner
30.10.2008 Reinhard Senf | Vorstandsmitglied Kauf 10.000 3,05 30.500
Frankfurt/Main
30.10.2008 Prof. Dr. GUn- | Aufsichtsratsvorsitzender | Verkauf 159.500 k. A. k. A.
auBerbdrslich | ter Zimmer
30.10.2008 ZOE Beteili- Juristische Person in Kauf 159.500 k. A. k. A.
auBerbdrslich | gungs GmbH enger Beziehung zu Auf-
sichtsratsvorsitzendem
13.11.2008 Dr. Anton Vorstandsvorsitzender Ubertragung 4.500 2,93 13.185
auBerbdrslich | Mindl (Stock
Awards)
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Datum Name Funktion Transaktion Stiickzahl | Kurs/ Gesamt-
Ort Basispreis | volumen
(Euro) (Euro)
13.11.2008 Reinhard Senf | Vorstandsmitglied Ubertragung 3.000 2,93 8.790
auBerbdrslich (Stock
Awards)
13.11.2008 Nicolaus Graf Vorstandsmitglied Ubertragung 6.639 2,93 19.452
auBerbdrslich | von Luckner (Stock
Awards)

21.11.2008 Dr. Anton Vorstandsvorsitzender Kauf 30.000 2,45 73.500
auBerbdrslich Mindl
21.11.2008 Dr. Klaus Aufsichtsratsmitglied Kauf 50.000 2,45 122.500
auBerbdrslich | Weyer
21.11.2008 ZOE Beteili- Juristische Person in Kauf 178.355 2,45 436.970
auBerborslich | gungs GmbH enger Beziehung zu Auf-

sichtsratsvorsitzendem
11.12.2008 Dr. Klaus Aufsichtsratsmitglied Kauf 28.000 2,10 58.800
auBerbdrslich | Weyer
11.12.2008 Dr. Anton Vorstandsvorsitzender Kauf 4.000 2,02 8.080
XETRA Mindl
12.12.2008 Dr. Anton Vorstandsvorsitzender Kauf 3.000 2,00 6.000
XETRA Mindl
18.12.2008 Dr. Klaus Aufsichtsratsmitglied Verkauf 160.000 2,00 320.000
auBerbdrslich | Weyer
18.12.2008 Elisabeth Ehefrau eines Aufsichts- Kauf 160.000 2,00 320.000
auBerbdrslich | Weyer ratsmitglieds
23.12.2008 ZOE Beteili- Juristische Person in Verkauf 160.000 k. A. k. A.
auBerborslich | gungs GmbH enger Beziehung zu Auf-

sichtsratsvorsitzendem
23.12.2008 Elke Zimmer NatUrliche Person in en- Kauf 160.000 k. A. k. A.
auBerbdrslich ger Beziehung zu Auf-

sichtsratsvorsitzendem

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der wahrend des Geschéftsjahres beschaftigten Mitarbeiter
betragt in den Funktionsbereichen:

2008

Produktion 437
Vertrieb 52
Verwaltung 58
Qualitatswesen 37
Forschung & Entwicklung 143
727

Konzernverhiltnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbe-
sitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2
HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines
Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum
31. Dezember 2008 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag
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Der Vorstand schlagt (in Ubereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn
von EUR 36.713.349,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erklarung gemaB § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben die nach

§ 161 AkiG vorgeschriebene Erklarung abgegeben und den Aktiondren zugénglich
gemacht.

Dortmund, im Méarz 2009

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Reinhard Senf Jargen Héllisch
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Entwicklung des Anlagevermégens 2008

H o=

ielle Ver 1stdnde
Software und Lizenzen und ahnliche Rechte und Werte
Geleistete Anzahlungen

Sachanlagen

Grundstiicke und Bauten

Technische Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéaftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhaltnis besteht

Sonstige Ausleihungen

Rickdeckungsanspriiche aus Lebensversicherungen

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibunge Buchwerte
31.12.2003 Zugange Umbuchungen Abgange 30.12.2004 31.12.2003 Zugénge  Abgénge 30.12.2004 30.12.2004 31.12.2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TEUR
27.549.432,82 2.773.848,49 967.924,18 6.712,80 31.284.492,69 15.816.211,19 4.292.063,85 2.736,94 20.105.538,10 11.178.954,59 11.733
2.025.342,81 719.099,41 -1.417.185,87 0,00  1.327.256,35 0,00 0,00 0,00 0,00  1.327.256,35 2.025
29.574.775,63  3.492.947,90 -449.261,69 6.712,80 32.611.749,04 15.816.211,19 4.292.063,85 2.736,94  20.105.538,10 12.506.210,94 13.758
16.348.196,72 299.844,47 899.036,10 0,00 17.547.077,29 5.502.074,72 1.514.240,87 0,00 7.016.315,59 10.530.761,70 10.846
109.155.523,19 2.002.702,48 8.245.278,41 435.736,34 118.967.767,74 76.140.726,44 7.045.001,98 305.217,41 82.880.511,01 36.087.256,73 33.015
9.881.725,04 542.664,99 65.067,35 369.103,01 10.120.354,37  7.027.336,06 997.049,01 355.909,68 7.668.475,39  2.451.878,98 2.854
8.508.444,32 11.809.458,67 -9.209.381,86 22.087,56  11.086.433,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.086.433,57 8.509
143.893.889,27 14.654.670,61 0,00 826.926,91 157.721.632,97 88.670.137,22 9.556.291,86 661.127,09  97.565.301,99 60.156.330,98 55.224
63.349.420,79 0,00 0,00 22.002.876,00 41.346.544,79 0,00 0,00 0,00 0,00 41.346.544,79 63.350
541.317,98 0,00  449.261,69 5.500,00 985.079,67 486.492,57 0,00 0,00 486.492,57 498.587,10 55
304.140,84  161.944,06 0,00 0,00 466.084,90 0,00 0,00 0,00 0,00 466.084,90 304
0,00 26.333.498,02 0,00 0,00 26.333.498,02 0,00 0,00 0,00 0,00 26.333.498,02 0
1.627.138,00  192.045,96 0,00 77.591,96  1.741.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.592,00 1.627
65.822.017,61 26.687.488,04 449.261,69 22.085.967,96 70.872.799,38 486.492,57 0,00 0,00 486.492,57 70.386.306,81 65.336
239.290.682,51 44.835.106,55 0,00 22.919.607,67 261.206.181,39 104.972.840,98 13.848.355,71 663.864,03 118.157.332,66 143.048.848,73 134.318




Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG fir 2008

Lagebericht fur 2008

Geschaft und Rahmenbedingungen

Geschaftstatigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte
mikroelektronische Schaltkreise. Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 in
Dortmund gegrindet und hat dort seinen Hauptsitz sowie den gréBten
Produktionsstandort. Die Produkte - sogenannte Halbleiter - werden
vornehmlich in zwei Branchen eingesetzt: rund 90 Prozent des Umsatzes
wird mit Elektronik fir die Automobilindustrie erzielt, die restlichen zehn
Prozent werden in Produkten fur den Markt der Industrie- und
Konsumguterelektronik integriert.

ELMOS: der Spezialist fiir Automobilelektronik

Der Anteil der Elektronik im Auto erhéht sich stetig: Komfortanwendungen
wie Einparkhilfen, Klimaanlagen oder Zentralverriegelungen sind heute
selbstverstandliche  Bestandteile = moderner Fahrzeuge geworden.
Insbesondere die Sicherheitselektronik hat in den vergangenen Jahren
Quantenspringe vollzogen. Vom ersten - noch viel diskutierten Airbag -
bis zur heutigen Ausstattung mit ABS, ESP und vielen weiteren
Funktionen. In den kommenden Jahren wird — ungeachtet der aktuellen
Preissituation flUr Kraftstoffe - vor allem der geringere Verbrauch im
Mittelpunkt stehen. Weitere Einsparungen sind hier nur durch den
intelligenten Einsatz von Elektronik zu erzielen.

ELMOS entwickelt und produziert Halbleiter-Chips und Sensoren, also die
Intelligenz flr die Automobil-Elektronik. Unsere Chips regeln, steuern und
messen die Systeme. Beispiel Antriebsanwendung: Hier zeichnen sich
unsere Lésungen durch hochprazise analoge Eingangsverstarker,
Leistungsendstufen und integrierte Mikroprozessoren aus - alles, was eine
moderne Elektronik benétigt, um das Autofahren so umweltfreundlich und
effizient wie moglich zu gestalten. Daher finden sich ELMOS-Chips in fast
allen Automobilmarken weltweit.

Ein Merkmal der Halbleiter fir den Automobilmarkt ist die lange
Produktionszeit. Automobile Neuprojekte bendtigen in der Regel zwei bis
drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie flr etwa funf bis acht Jahre in Serie
produziert werden. Teilweise verlangert sich diese Produktionszeit
erheblich, wenn Autohersteller eine ahnliche technische Plattform in einer
Familie von neuen Modellen einsetzen. ELMOS kann aufgrund von
speziellen Produktionsmaoglichkeiten ihre Kunden - im Gegensatz zu vielen
anderen Halbleiterherstellern - Uber den kompletten Zeitraum mit
demselben Chip bedienen. Weitere Merkmale unseres Geschafts sind die
sehr hohen Qualitatsanforderungen sowie die robuste
Halbleitertechnologie.
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Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG fiir 2008

Seit ihrer Grindung hat sich ELMOS eine fuhrende Marktposition als
Halbleiterhersteller im Markt fir Automobilelektronik erarbeitet. Basierend
auf einer Studie des Marktforschungsinstituts Gartner Dataquest aus dem
Marz 2008 wird ELMOS als die weltweite Nummer zwei im Segment der
ASICs (Application Specific Integrated Circuits) fir den Automobilmarkt
gleichauf mit Denso geflihrt. Die Rangliste wird angefihrt von
STMicroelectronics, die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor
(zwischenzeitlich gekauft von ON Semiconductor) und Melexis folgen auf
den Platzen finf bzw. sieben. ELMOS konnte ihren Marktanteil von zehn
auf elf Prozent steigern. Bei sehr hohen Stiickzahlen steht ELMOS auch in
Konkurrenz zZu groBen Halbleiterherstellern wie Infineon,
STMicroelectronics und Freescale.

Potenzial im Industrie- und Konsumgiiterbereich

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS im Industrie- und
Konsumguterbereich tatig und liefert Halbleiter z.B. fir Anwendungen in
Haushaltsgeraten, Fotoapparaten, Installations- und Gebaudetechnik und
Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich hat im
vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund 10% des Umsatzes
ausgemacht. Der Umsatzanteil soll mittelfristig auf 20% bis 30% steigen.

Kunden- und applikationsspezifische Bausteine

Unabhangig vom Zielmarkt entwickelt und produziert ELMOS lberwiegend
Produkte im Kundenauftrag fur eine spezielle Anwendung exklusiv flir den
jeweiligen Kunden. Neben diesen kundenspezifischen Schaltkreisen
(ASICs), die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfligt ELMOS zudem
Uber ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten
(ASSPs). ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang fast ausschlieBlich in
den eigenen Produktionsstatten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg.
Je nach Kapazitatsbedarf kann in den kommenden Jahren auch zusatzlich
ein Dienstleister die automobilen Halbleiter in unserem Auftrag (sog.
Foundry-Dienstleistungen) fertigen.

Umfangreiches Produktportfolio

Der GroBteil des Umsatzes wird mit Halbleitern erwirtschaftet; erganzt
wird dieses Produktportfolio durch Mikromechanische Bauelemente
(MEMS). Hierbei handelt es sich Uberwiegend um hochprazise
Drucksensoren in Silizium, die durch unsere Tochtergesellschaft Silicon
Microstructures (SMI)/ Milpitas, USA, entwickelt, produziert und vertrieben
werden. Darldber hinaus unterstitzt die produzierende Tochterfirma
ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen,
Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio mit der Entwicklung
und Fertigung von Spezialgehausen fur elektronische
Halbleiterkomponenten und Sensoren. Die Entwicklung und Vermarktung
von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Bauteilen runden
die Produktpalette ab. Diese Mikrosysteme kombinieren die Fahigkeiten
der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden
Halbleiterbauelementen und mikromechanischen Sensoren in einem
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funktionalen Gehduse. Damit kann der Kunde kostenginstige
Systemldsungen realisieren.

Strategie

Auch im Jahr 2008 wurde weiter an der Umsetzung der eingeschlagenen
Strategie gearbeitet. Auch vor dem Hintergrund der gegenwartig
schwierigen wirtschaftlichen Lage halten wir an diesem Vorgehen fest. Wir
sind davon Uuberzeugt, dass sich die Investitionen in die Umsetzung
unserer Strategie auch aus wirtschaftlicher Sicht bezahlt machen. Wir
kdnnen auf der Basis einer soliden Liquiditatslage und bilanziellen Starke
agieren. Die strategischen Eckpfeiler und deren Fortschritte werden
nachfolgend umrissen.

Vom Entwicklungslieferanten zum Produktgeschaft

Wahrend vor einigen Jahren noch ASICs die Regel waren und Kunden sich
an den Entwicklungskosten der Produkte signifikant beteiligt haben,
stehen heute die ASSPs im Fokus. Um dieser Entwicklung gerecht zu
werden und erfolgreich im Markt zu agieren, haben wir seit einigen Jahren
vermehrt ASSPs entwickelt. Deren Umsatzanteil liegt derzeit noch auf
einem niedrigen Niveau, steigt jedoch stetig. Die Entwicklung und der
Vertrieb von ASSPs erfordern eine stark abgewandelte
Organisationsstruktur und auch ein Umdenken bei den Mitarbeitern. Nicht
mehr die Kunden spezifizieren, was entwickelt wird, sondern Markttrends
mussen erkannt und in Produkte umgesetzt werden. Die Organisation wird
dieser Veranderung angepasst. Produktfamilien spezialisiert auf die
verschiedenen Applikationen ,Sense", ,Drive", ,Connect" und ,Supply" -
aber standardisiert fir verschiedene Kunden - wurden definiert und
Entwicklungen initiiert. Momentan sind etwa [50] ASSPs verflgbar und
[15] weitere befinden sich in der Entwicklung. Einsatzgebiete dieser
Produkte sind beispielsweise Effizienzsteigerung (z.B. Multi-Phasen
Booster zur LED Steuerung), Gebaudetechnologie (z.B. CO,-Sensoren flr
das Temperaturmanagement) oder Sicherheitsapplikationen (z.B. Crash
Airbag Sensoren). Der Eintritt in die ASSP-Markte ermdglicht eine im
ASIC-Markt nicht erschlieBbare Hebelwirkung in Bezug auf Volumina und
Margen.

Starkerer Einstieg in Industrie- und Konsumgiitermarkte

Unsere Starke liegt historisch im Automobilmarkt. Wir sehen flr unsere
Produkte jedoch auch erhebliche, bisher nicht adressierte Chancen in
Industrie- und Konsumgutermarkten. Um unsere Moéglichkeiten zu nutzen,
haben wir unsere Anstrengungen in diesem Bereich signifikant gestarkt.
Wir haben zusatzliche Distributoren unter Vertrag genommen, um die
Kundenbasis zu verbreitern. Zudem zielen wir mit unserem eigenen auf
die Industrie- und Konsumgiltermarkte spezialisierten Vertriebsteam auf
Schlisselkunden in diesen Markten. Als Erfolg konnten im vergangenen
Jahr zahlreiche neue Projekte akquiriert werden. GroBes Kundeninteresse
finden wir in den Bereichen Netzwerksysteme, Lichtkonzepte und
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Spannungsversorgung. Mittelfristig sollen die nicht-automobilen Markte
20-30% des Umsatzes der ELMOS ausmachen.

ErschlieBung der asiatischen Markte

Bislang sind wir stark auf dem deutschen und den weiteren europaischen
Markten aufgestellt. Im US-amerikanischen Markt haben wir FuB gefasst
und gute Kontakte etabliert. Die ErschlieBung des asiatischen Markts, und
dabei insbesondere des japanischen und stdkoreanischen, haben wir in
den letzten Jahren forciert. Hierzu haben wir unsere Vertriebsaktivitaten
durch eigene Mitarbeiter und Reprasentanten gestarkt und eine
strategische Partnerschaft mit Autonet, einem bedeutenden Zulieferer an
die Automobilhersteller Hyundai und Kia, geschlossen. Diese Aktivitaten
haben dazu gefliihrt, dass wir zahlreiche Design Wins verbuchen konnten,
die zukilnftig zu einem gréBeren Umsatzanteil der asiatischen Markte
flihren werden.

Einstieg in strategische Partnerschaften

Durch strategische Kooperationen mit Partnern kdnnen wir unsere eigenen
Fahigkeiten sinnvoll erganzen, um langfristig ein breiteres Produktportfolio
anbieten zu kénnen und damit unsere Wettbewerbsfahigkeit zu steigern.
Im vergangenen Jahr haben wir zwei Partnerschaften vertraglich
vereinbart. Anfang des Jahres unterzeichneten wir  einen
Kooperationsvertrag mit der koreanischen Foundry MagnaChip.
Gemeinsam entwickeln wir zum einen eine neue Technologiegeneration
und zum anderen ermdglicht uns diese Partnerschaft, fertig prozessierte
Wafer zu beziehen, um dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf zu
reduzieren und flexibler auf stark schwankende Stiickzahlen reagieren zu
kdnnen. Diese zusatzlichen Fremdfertigungskapazitaten ermadglichen
ELMOS in Kombination mit der eigenen Produktion die Umsetzung eines
sog. Fab-light Konzepts. Die im Herbst geschlossene Vereinbarung mit
NEC Electronics umfasst die gemeinsame Entwicklung, die wechselseitige
Nutzung von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie die
gemeinschaftliche Vermarktung von Produkten fir den Automobil- und
Industriemarkt. Die Kunden beider Unternehmen werden insbesondere
davon profitieren, dass die Starken der NEC Electronics im Bereich von 8-
bis 32-bit Mikrocontrollern, mit den robusten und zuverlassigen,
anwendungsspezifischen, analog/mixed-signal Halbleiterchips von ELMOS
kombiniert werden kdénnen.

GroBerer Anteil an Mikrosystemen

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem
kundenspezifischen Package, werden in den kommenden Jahren eine
steigende Nachfrage erfahren. ELMOS ist als eines der wenigen
Unternehmen in der Lage, Mikrosysteme in der ELMOS-Gruppe vollstandig
zu entwickeln und zu produzieren. In den vergangenen Geschaftsjahren
wurde die Entwicklung der Mikrosystem-Projekte soweit vorangetrieben,
dass in 2009 ein Mikrosystem flr eine Sicherheitsanwendung in Serie
geht. Zudem konnte in 2008 ein erstes Standard-Mikrosystem, ein flr die
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Industrie-, Medizin- und Automobilmarkte einsetzbares
Drucksensorsystem, im Markt vorgestellt werden.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der fir ELMOS wichtigste Markt ist der der Halbleiter flr die
Automobilindustrie, ein Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie. Er
umfasst weltweit einen Anteill von rund 7% des gesamten
Halbleitermarkts.

Der Automobilmarkt entwickelte sich wahrend der ersten Jahreshalfte
2008 noch zufriedenstellend, allerdings gab es im Herbst die ersten
signifikanten Anzeichen des Ubergreifens der Schwéiche aus der
Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft. Die Automobilindustrie wurde als
eine der ersten Branchen erfasst; der Rlickschlag war Uberraschend
heftig. So gingen die Zulassungszahlen in 2008 weltweit gerade gegen
Ende des Jahres stark zurlick. Die hochentwickelten Markte Westeuropa
und USA sind von den Rlckgangen Uberproportional erfasst worden.

In Europa gingen die Zulassungszahlen in 2008 um 7,8% zurlck; dies
entspricht dem gréBten Rickgang seit 15 Jahren. In Westeuropa betrug
der Rlickgang 8,4% im gesamten Jahr; im vierten Quartal 2008 sanken
die Zulassungszahlen sogar um 19,3%. Von den groBten europaischen
Markten verzeichneten Spanien (-28,1%), Italien (-13,4%) und
GroBbritannien (-11,3%) drastische Einbriche in 2008. Deutschland (-
1,8%) und Frankreich (-0,7%) meldeten etwas moderatere Rlckgange.
Die Absatzzahlen aller groBen Automobilhersteller sind in 2008 in Europa
ricklaufig gewesen.

Der US-Markt ist im Jahr 2008 um 18% eingebrochen. Obwohl auch die
deutschen Marken Rickgange in den USA (-6%) zu verzeichnen hatten,
konnten sie wie in den vergangenen Jahren wieder Marktanteile
hinzugewinnen. Die Verkaufszahlen der amerikanischen
Automobilhersteller brachen in 2008 um 20% bis 30% ein.

Fir das Jahr 2009 reichen die derzeitigen Prognosen fiir die Entwicklung
der Automobil-Zulassungszahlen von -8% bis zu -25%. Die
Schwankungsbreite der Erwartungen deutet auf die hohe Unsicherheit in
Bezug auf die gegenwartige Lage hin. Wann die derzeitige
Konjunkturschwache dberwunden sein wird, ist aktuell unklar. Das
Marktforschungsinstitut Gartner erwartet, dass der Markt fir automobile
Halbleiter in 2009 um 16% (Prognose aus Januar 2009) sinken wird.

In der Regel wachst der automobile Halbleitermarkt selbst bei konstanter
Automobilproduktion. Dies ist begriindet durch den stetig steigenden
Anteil elektronischer Systeme im Automobil. Die derzeitige Marktlage ist
jedoch davon gekennzeichnet, dass der Umsatzrickgang der Zulieferer
noch deutlich gréBer ist als der der Automobilhersteller. Vermutlich ist
eine Leerung der in der Lieferkette befindlichen Lager die Ursache. Es ist
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davon auszugehen, dass sich die Entwicklung von Produktionszahlen der
Automobilhersteller und Absatzzahlen der Zulieferer in naherer Zukunft
zumindest wieder annahert.

Produktion

Wahrend der Umsatz des ELMOS-Konzerns 2008 in etwa auf
Vorjahresniveau stabil geblieben ist, hat sich die Anzahl der produzierten
Chips gegenuber dem Vorjahr weiter erhéht. In den vergangenen Jahren
haben wir eine zweite Halbleiterproduktionsstatte in Duisburg aufgebaut,
die sowohl zur Absicherung der Versorgung als auch fir die Nutzung der
Kostensenkungspotenziale aufgrund eines gréBeren Waferdurchmessers
bedeutend ist. Die Produktion in Duisburg, die im Jahr 2007 hochgefahren
wurde, wurde im Laufe des ersten Halbjahres 2008 sukzessive weiter
ausgelastet. Die Produktionseffizienz wurde im Verlauf der Quartale weiter
gesteigert. Der Anteil der auf der 200mm-Produktionslinie (entspricht 8-
Zoll) in Duisburg produzierten Produkte hat sich im Berichtsjahr
verdoppelt und machte in etwa ein Funftel der gesamten ELMOS-Chip
Produktion aus.

An beiden Chipproduktionsstandorten Dortmund und Duisburg wurde im
letzten Quartal 2008 die Wafereinsteuerung aus wirtschaftlichen Grinden
zurlickgefahren; somit ist die Auslastung im Berichtsjahr deutlich hinter
den urspringlichen Planungen zurick geblieben. Als Folge wurden
urspringlich geplante Investitionen zum Kapazitatsausbau verschoben
bzw. eingestellt. Die vorgesehene Umstellung eines Teils der Fertigung in
Dortmund von 150mm (entspricht 6-Zoll) auf 200mm (entspricht 8-Zoll)
wurde in die Folgejahre verschoben, da die erhéhte Kapazitat momentan
nicht erforderlich ist.

Die eigenen Fertigungsstatten werden komplettiert durch Kooperationen
mit  Auftragsfertigungen (Foundries). Zuklinftig stellen diese
madglicherweise zusatzlich benédtigte Kapazitaten zur Verfligung und
ermodglichen es ELMOS, flexibel auch auf starker schwankende Nachfrage
reagieren zu kdénnen. Die Moglichkeit der Produktion bei einem Foundry-
Partner soll insbesondere auch flir ASSPs und fir Produkte im Industrie-
und Konsumguterbereich wahrgenommen werden.

Forschung und Entwicklung

Die immer intensivere Nutzung von elektronischen Komponenten im
Automobil flihrt zu kontinuierlich steigenden Anforderungen der
Automobilindustrie an Qualitat und Zuverlassigkeit bei Halbleitern in der
Automobilelektronik. ELMOS nutzt z.B. in Konsumgutermarkten gereifte
Innovationen fur die EinfUhrung im Automobil, die durch eigene
Qualifikationsverfahren zusatzlich abgesichert werden, um das in der
Automobilindustrie hohe Qualitatsniveau sicherzustellen.

Im Berichtsjahr wurde der 0,35um Prozess weiterentwickelt. Ein weiterer
Schwerpunkt war die im Rahmen der Kooperation mit der
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sudkoreanischen MagnhaChip gemeinsame Entwicklung von automobilen
Halbleitertechnologien. Dariber hinaus ist die Weiterentwicklung von
Technologiemodulen fir den 0,35um Prozess zentrales Thema der
Forschung und Entwicklung.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfallt der mit Abstand gréBere
Teil der Aufwendungen fur Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung
neuer Produkte. Der GrofBteil der Produktentwicklungskosten, die bei
ELMOS anfallen, wird von uns vorfinanziert und muss sich Uber die
Serienfertigung amortisieren. Dies trifft natlrlich in besonderem MaBe flr
die Entwicklung von applikationsspezifischen Standardprodukten zu, die
zukunftig einen gréBeren Umsatzanteil von ELMOS ausmachen werden.

Mitarbeiter

Das Know-how der Mitarbeiter ist fiir ELMOS als Technologieunternehmen
in besonderem MaBe entscheidend. Deren Motivation, Wissen und
Flexibilitat sind die Voraussetzung flr den langfristigen Erfolg des
Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und
Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium flr das
Wachstum und die Innovationskraft. An den Standorten Dortmund und
Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevoélkerungsreichsten Bundesland,
kann ELMOS auf eine groBe Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren
zugreifen, denn im naheren Umkreis befinden sich mehr als flinfzig
Universitaten und Hochschulen. Schon seit der Grindung kooperiert
ELMOS eng mit diesen und genieBt als einziger Halbleiterhersteller der
Region eine Ausnahmestellung. ELMOS bildet in zahlreichen technischen
und kaufmannischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des
Mikrotechnologen.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in
Dortmund vertrauensvoll mit Unterstlitzung einer Mitarbeitervertretung.
In Ausschissen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im
Verhaltnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Ausschlisse
fir soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterférderung und
Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung

Die in 2007 eingeflhrten Gratisaktien wurden auch in 2008 an besonders
verdiente Mitarbeiter, Flhrungskrafte und Mitglieder des Vorstands in
Anerkennung flr die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die
Gewahrung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS
mit ihren Leistungstragern zeigen und zum anderen als Motivation flr das
Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden. Das Stock
Award Programm 2008 umfasste 50.000 Aktien, die zuvor an der Bdrse im
Rahmen der Ermachtigung zum Rickkauf eigener Aktien zurtckerworben
wurden.
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Qualitat, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS
konsequent seine First-Time-Right- und Null-Fehler-Strategie um. Jede Art
von Verschwendung wird konsequent im Ansatz eliminiert. ELMOS erzielt
damit ein hervorragendes Qualitatsniveau sowohl in seinen Produkten als
auch in seinen Geschafts- und Produktionsprozessen. Durch
vorausschauende Qualitatsplanung und Uberwachung der
Kundenanforderungen schon in der Entwicklungsphase wird Qualitat nicht
nachtraglich durch Selektion erreicht, sondern von Beginn an
wettbewerbsfahig mit minimiertem Ausschuss produziert.

RegelmaBige Prifungen der eingesetzten Prozesse und Werkzeuge, die
lickenlose Betreuung der Serienprodukte von der Akquisition Uber die
Entwicklung bis zur Fertigung und Lieferung, standige Analysen und
modernste statistische Verfahren ermdglichen dieses hohe
Qualitatsniveau. Durch eine ausgefeilte Rlckverfolgbarkeit ist ELMOS in
der Lage, Ursachen kleinster Qualitatsschwankungen frihzeitig zu
erkennen und deren Folgen wirksam und nachhaltig zu minimieren und die
Kunden effizienter zu unterstitzen. Interne Labore prifen nicht nur
maogliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung mit hoher
Produktivitat, sondern auch Sensor- und Gehduse-spezifische Merkmale
und schlieBen so den Regelkreis zur kontinuierlichen Steuerung der
ELMOS-Produktionsprozesse.

Das ELMOS Qualitdtsmanagementsystem wird jahrlich gemaB den
Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1
auditiert. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite
Gultigkeit hat, zusammengefasst. Die wesentlichen Standorte der ELMOS-
Gruppe wurden in 2008 gemaB dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Das Umweltmanagement gemaB DIN EN ISO 14001 wurde am Standort
Dortmund erstmalig in 2003 durch den TUV Rheinland zertifiziert und in
den nachfolgenden Jahren durch Uberwachungsaudits ohne Abweichungen
bestatigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem
Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz
systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim
Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Pravention sowie
eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und
unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent groBter Einzelaktionar der
ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemaB §§312/313
AktG einen Bericht Uber die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
aufgestellt, der mit folgender Erklarung gemaB §312 Abs. 3 AktG
abschlieBt:
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~Wir erklaren, dass unsere Gesellschaft nach den Umstanden, die uns in
dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschafte vorgenommen
und die MaBnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschaft eine
angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312
AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen fur
uns nicht ergeben.”
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Ertrags-, Finanz- und Vermogenslage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

in Mio. Euro oder %, soweit nicht anders angegeben 2007 2008 Verdanderung
Umsatzerldse
158,4 159,4 0,7%

Materialaufwand

68,0 69,5 2,2%
Personalaufwand

37,0 39,0 5,4%
Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen 13,0 13,8 6,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen

53,0 50,7 -4,4%
Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit

-5,0 -1,2 -75,6%
Jahresfehlbetrag -5,3 -2,9 -45,3%

Umsatz- und Ertragsentwicklung

Unsere Erwartung eines schwierigen Marktumfelds in 2008 hat sich leider
bestatigt. Die weltweite Konjunkturkrise, insbesondere auch im
Automobilsektor, erreichte ELMOS zu Ende des dritten Quartals 2008. Der
Auftragseingang ging zu diesem Zeitpunkt deutlich zurick. Grund waren
Verschiebungen oder Stornierungen von Auftragen seitens der
Automobilzulieferer aufgrund des deutlich geringeren Absatzes von
Neufahrzeugen. Der niedrigere Absatz betraf im Automobilsegment alle
Produktgruppen. Trotz der  deutlichen Verschlechterung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich ELMOS besser entwickelt
als viele Wettbewerber und konnte aufgrund eines guten ersten Halbjahrs
einen Umsatz von 159,4 Mio. Euro im Berichtsjahr, also sogar noch leicht
besser als im Vorjahr (158,4 Mio. Euro), erreichen.

Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen sind leicht
Uberproportional zum Umsatz gestiegen. Der  Anstieg des
Materialaufwands ist auf hohere bezogene Leistungen von verbundenen
Unternehmen zuruckzufiihren, die gestiegenen Personalkosten auf die
hohere  durchschnittliche Beschaftigung und die gewachsenen
Abschreibungen auf die auBerplanmaBigen Abschreibungen auf das
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immaterielle Anlagevermdégen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
sanken um 4,4%. Insgesamt ergab sich ein Rlckgang des Verlustes aus
der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit von -5,0 Mio. Euro in 2007 auf -1,2
Mio. Euro im Berichtsjahr. Der Jahresfehlbetrag verbesserte sich von -5,3
Mio. Euro in 2007 auf -2,9 Mio. Euro in 2008.
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Finanzlage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemaf3 HGB

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 2007 2008 | Verdnderung
Jahresfehlbetrag

-5,3 -2,9 -45,3%
Abschreibungen / Zuschreibungen

13,0 13,8 6,5%
Veranderung von Rickstellungen und Gewinn/ Verlust aus
Anlagenabgéngen 1,3 5,9 Na
Zunahme / Abnahme der Vorrate, Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva 1,4 -10,5 Na
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva 13,1 20,4 55,9%
Cash Flow aus der laufenden Geschaiftstatigkeit

23,6 26,8 13,5%
Cash Flow aus der Investitionstdtigkeit

-7,7 -23,7 Na
Cash Flow aus der Finanzierungstatigkeit

9,5 0,0 Na

Abnahme/Zunahme der Finanzmittel

25,3 3,1 -88,0%
Finanzmittel am Ende der Periode 37,1 40,2 8,2%

Der Cash Flow aus der laufenden Geschaftstatigkeit stieg von 23,6
Mio. Euro in 2007 auf 26,8 Mio. Euro im Berichtsjahr. Dieser Anstieg ist
das Resultat eines geringeren Jahresfehlbetrags sowie einer hdéheren
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenliber verbundenen Unternehmen als
in der Vergleichsperiode. Diese Effekte konnten den Anstieg der Vorrate,
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva

Uberkompensieren.
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Der Cashbedarf flir den Cash Flow aus der Investitionstatigkeit stieg
von 7,7 Mio. Euro in 2007 auf 23,7 Mio. Euro im Berichtsjahr. Hintergrund
ist v.a. das geringere Ausmall an Vermogensgegenstanden, die im
Berichtsjahr in Sale-and-Lease-Back-Strukturen Gberfihrt wurden.

Der Cash Flow aus der Finanzierungstatigkeit zeigt keine Veranderung, so

dass im Geschaftsjahr 2008 die liquiden Mittel um 3,1 Mio. Euro auf 40,2
Mio. Euro (31. Dezember 2007: 37,1 Mio. Euro) stiegen.
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Vermogenslage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemaf3 HBG
in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 31.12.2007 | 31.12.2008 Verdanderung

Anlagevermogen

134,3 143,0 6,5%
Vorrate
29,7 32,8 10,4%
Forderungen und sonstige Vermdgenswerte
32,4 40,8 25,9%
Flissige Mittel
38,2 40,2 5,1%
Ubrige Aktiva
5,4 5,4 -0,2%
Aktiva, gesamt
240,0 262,1 9,2%
Eigenkapital
143,9 141,0 -2,0%
Verbindlichkeiten
86,0 105,9 23,2%
Ubrige Passiva
10,1 15,1 50,2%
Passiva, gesamt
240,0 262,1 9,2%

Im Vergleich zum 31. Dezember 2007 stieg die Bilanzsumme um 9,2%
auf 262,1 Mio. Euro am Bilanzstichtag des Berichtsjahrs. Investitionen in
das Anlagevermoégen, Anstiege bei Vorraten sowie bei Forderungen und
sonstigen Vermégenswerten waren die wesentlichen Ursachen flur dieses
Wachstum. Auf der Passivseite waren die hoheren Verbindlichkeiten
gegenuber verbundenen Unternehmen der Hauptgrund fir den Anstieg
der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote sank am Bilanzstichtag auf
53,8% (31. Dezember 2007: 60,0%).
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Berichterstattung nach §289 Abs. 4 HGB zugleich
erlauternder Bericht nach §120 Abs. 3 Satz 2 AktG

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 aus 19.414.205 auf den
Inhaber lautenden, nennwertlosen Stlickaktien bestehende Grundkapital
in Hohe von 19.414.205,00 Euro ist voll eingezahlt. Jede Aktie gewahrt in
der Hauptversammlung eine Stimme

Beschrinkungen, die Stimmrechte oder die Ubertragung von
Aktien betreffen
Stimmrechts- und Ubertragungsbeschrankungen bestehen nicht.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital
Die Beteiligungsverhaltnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2008 wie
folgt dar:

Sitz/Land der Gesellschaft Euro %

EFH ELMOS Finanzholding
GmbH Dortmund/Deutschland 1.485.789 7,7
Makos GmbH Dortmund/Deutschland 3.236.584 16,7
Dr. Weyer GmbH Schwerte/Deutschland 3.236.584 16,7
ZOE-BTG GmbH Duisburg/Deutschland 2.306.833 11,9
Streubesitz 9.148.415 47,1
19.414.205 100,0

Die drei Gesellschaften Makos GmbH, Dr. Weyer GmbH und ZOE-BTG
GmbH sind 100%ige Tochtergesellschaften der EFH ELMOS Finanzholding
GmbH. Damit betragt der direkte und indirekte Anteilsbesitz der EFH
ELMOS Finanzholding GmbH an der ELMOS Semiconductor AG in Summe
52,9%.

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten
Aktien mit Sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von

Arbeitnehmerbeteiligungen
Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.
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Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen iiber die
Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und liber
Satzungsanderungen

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften fir die
Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG)
sowie fiir die Anderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergénzende
Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Riickkauf von
Aktien

Der Vorstand ist ermachtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000,00 Euro durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stick neuer,
auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhdéhen
und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates Uber den Inhalt
der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden
(Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 885.795,00 Euro bedingt erhoht (Bedingtes
Kapital I). Die bedingte Kapitalerhdhung dient ausschlieBlich der
Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, FlUhrungskrafte
und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Fihrungsorgane
und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit
durchgeflihrt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der
Gesellschaft nach MaBgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber
dieser Optionsrechte diese ausliben. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschaftsjahres an, in dem sie durch Ausibung von
Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro bedingt erhoht
(Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhbhung wird nur insoweit
durchgeflihrt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder
Wandlungsrechten aus bis zum 09. Mai 2012 durch die Gesellschaft oder
eine unmittelbare oder mittelbare inlandische oder auslandische 100%-ige
Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemaB der Beschlussfassung der
Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder
Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur
Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren inlandischen oder auslandischen 100%-
igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 09. Mai 2012 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erflllen. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschaftsjahres an, in dem sie
durch Ausibung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch
Erfallung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000 Euro bedingt erhoht (Bedingtes
Kapital III). Die bedingte Kapitalerhéhung dient ausschlieBlich der
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Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, FlUhrungskrafte
und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Fihrungsorgane
und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen (,,Aktienoptionsplan 2004").
Sie wird nur insoweit durchgefihrt, wie im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach MaBgabe des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben
werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam austben. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschaftsjahres an, in dem sie
durch Auslibung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft ist ermachtigt, bis zum 07. November 2009 eigene Aktien
zu erwerben. Die Ermachtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein
Anteil am Grundkapital in H6he von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen
Grundkapitals entfallt, beschrankt. Die Ermachtigung kann ganz oder in
mehreren Teilbetragen, einmal oder mehrmals, flir einen oder mehrere
Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschrankung ausgelbt werden.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines
Kontrollwechsels in Folge eines Ubernahmeangebots stehen
Wesentliche Vereinbarungen fur den Fall eines Kontrollwechsels infolge
eines Ubernahmeangebots existieren nicht.

Entschddigungsvereinbarungen
Auch Entschadigungsvereinbarungen bestehen nicht.

Gesamtbeziige des Vorstands

Das Aufsichtsratsplenum beschlieBt das Vergutungssystem und die
wesentlichen Vertragselemente flur den Vorstand und Uberprift es
regelmaBig. Die Gesamtvergltung des Vorstands umfasst ein fixes
Monatsgehalt, eine Tantieme, Gratisaktien sowie Nebenleistungen und
Pensionszusagen. Auf eine individualisierte Verdffentlichung der Vergltung
wird zur Wahrung der Privatsphare verzichtet. Eine solche Offenlegung
tragt nach Einschatzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer
erweiterten Transparenz in Form von zusatzlichen kapitalmarktrelevanten
Informationen bei. Aus diesem Grund hat die Hauptversammlung am 19.
Mai 2006 beschlossen, die Gesellschaft fur einen Zeitraum von funf Jahren
von der durch das Vorstandsvergutungsoffenlegungs-Gesetz vom 3.
August 2005 eingeflihrten Rechtspflicht zur individualisierten Offenlegung
der Vorstandsvergutung zu befreien.

Im Geschaftsjahr 2008 beliefen sich die fixen Beziige der Mitglieder des
Vorstands auf 1.244 Tsd. Euro (2007: 1.655 Tsd. Euro) und die variablen
Bezliige auf 525 Tsd. (2007: 185 Tsd. Euro) Euro. Die Beziige des
Vorstands teilen sich in fixe Bezlige und variable, erfolgsorientierte Bezlige
auf, die sich auf ErgebnisgréBen des ELMOS-Konzerns beziehen. Im Jahr
2008 wurden wie im Vorjahr Gratisaktien der ELMOS Semiconductor AG
an die Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Der Zeitwert der Aktien
betrug zum Ubertragungszeitpunkt 41 Tsd. Euro (2007: 65 Tsd. Euro). Fir
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Mitglieder des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG bestehen
mittelbare Pensionszusagen, flr die aufgrund des Umfangs der Zusage
und der  vollstandig kongruenten Rlckdeckung durch eine
RlUckdeckungsversicherung keine Pensionsriickstellung zu bilden ist. Im
Jahr 2008 beliefen sich die Beitrage fur diese Pensionsplane auf 366 Tsd.
Euro (2007: 432 Tsd. Euro). Diese sind in den fixen Bezligen enthalten.

Die Bezige flr frihere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen
lagen im Geschaftsjahr 2008 bei 255 Tsd. Euro (2007: 79 Tsd. Euro).
Ferner wurden flir diese Versicherungspramien in Héhe von 275 Tsd. Euro
(2007: 200 Tsd. Euro) entrichtet.

Die Pensionsrickstellung zum 31. Dezember 2008 betrug 2.505 Tsd. Euro
(2007: 2.536 Tsd. Euro). Abgesehen von Pensionen sind fir den Fall der
Beendigung der Tatigkeit keinem Vorstandsmitglied weitere Leistungen
zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands im abgelaufenen
Geschaftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten
im Hinblick auf seine Tatigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.

Gesamtbeziige des Aufsichtsrats

Die Vergutung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung festgelegt. Die
Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen
eine feste und eine erfolgsorientierte Verglitung. Die erfolgsorientierte
Vergutung ist an die Dividende gebunden und damit auf den langfristigen
Unternehmenserfolg ausgerichtet. Dem Aufsichtsrat werden keine Aktien
der ELMOS Semiconductor AG zugeteilt.

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance
Kodex hinsichtlich  der  Berlcksichtigung des Vorsitzes und
stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergltung erhdlt der Vorsitzende das
Doppelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen
Vergltung. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschiissen
werden nicht gesondert vergutet. Die Vergltung der
Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert
ausgewiesen. Dies gilt auch flir an Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte
Vergltungen flr persdnlich erbrachte Leistungen, insbesondere flr
Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Die feste Vergutung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im
Geschaftsjahr 2008 in der Summe 82 Tsd. Euro (2007: 92 Tsd. Euro).
Spesen und Auslagen sind darin enthalten. Da in 2008 keine Dividende an
die Aktionare ausgezahlt wurde, ist an die Mitglieder des Aufsichtsrats im
Geschaftsjahr 2008 keine variable Vergltung gezahlt worden. Fir
Beratungen, Erfindervergltungen und sonstige Dienstleistungen vergltete
die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 342 Tsd. Euro (2007: 377
Tsd. Euro).
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Risiko- und Chancenbericht

Risiko- und Chancenmanagementsystem

ELMOS betreibt ein ganzheitliches Risiko- und
Chancenmanagementsystem zur konsequenten Nutzung ihrer Chancen,
ohne die damit verbundenen Risiken auBer Acht zu lassen. Risiken und
Chancen werden regelmaBig analysiert. Die ELMOS Semiconductor AG
fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen MaBnahmen zur
Risikosteuerung in einem einheitlichen und durchgangigen
Risikomanagementsystem zusammen. Das System entspricht den
gesetzlichen Anforderungen an ein Risikofriherkennungssystem und steht
im Einklang mit den Deutschen Corporate Governance Grundsatzen.

Risiken

Abhadngigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschaft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der
Nachfrage der Automobilindustrie nach Halbleitern. Nach wie vor werden
rund 90% des Umsatzes mit Chips fir die Automobilelektronik
erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhangig von den
produzierten Stickzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem
anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Der starke
Einbruch bei den Automobil-Produktions- und Absatzzahlen, welcher seit
Herbst 2008 zu verzeichnen ist, stellt auch fir ELMOS als
Halbleiterlieferanten ein Risiko dar. Gegen diese Entwicklung steuert
ELMOS mit entsprechenden KostensenkungsmaBnahmen entgegen;
jedoch darfte ein anhaltender  Nachfragerlickgang aus der
Automobilindustrie signifikante Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage haben.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von
Zusammenschlissen von Systemherstellern, restriktiver
Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren beachtlichen Schwankungen.
Die Kundenstruktur deutet auf eine gewisse Abhangigkeit von einigen
groBen Automobilzulieferern hin. Hierbei ist allerdings zu bericksichtigen,
dass ein Kunde in der Regel mehrere Produkte mit verschiedenen
Lebenszyklen  bezieht. Aufgrund der Tatsache, dass ASICs
kundenspezifische Produkte sind, ergibt sich eine besondere gegenseitige
Abhangigkeit zwischen Lieferant und Kunde. Abweichend davon kann es
bei groBen Stilickzahlen der Fall sein, dass ein Kunde bei zwei Lieferanten
einen ASIC entwickeln lasst. Durch die verstarkte Hinwendung von ELMOS
zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) wird diese
Kundenabhangigkeit verringert, da solche Produkte an mehrere Kunden
verkauft werden kdnnen.
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Wettbewerb

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt flir automobile
Anwendungen bietet ahnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer
technologischer Grundlage an. Darlber hinaus ist nicht auszuschlieBen,
dass groBe Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu
einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tatig sind, in
Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Die
Wahrscheinlichkeit fir deren Engagement in einem solchen Nischenmarkt
ist jedoch relativ gering und somit auch das fir ELMOS damit verbundene
Risiko. Bei groBvolumigen Auftragen steht ELMOS allerdings mehr im
Wettbewerb auch 2zu GroBproduzenten und splrt entsprechenden
Preisdruck. Zudem besteht fur ELMOS das Risiko, dass Kunden auf
Wettbewerber zurickgreifen, wenn Parallelentwicklungen durchgefiihrt
werden.

Abhangigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Die sehr entwicklungsintensive Geschaftstatigkeit des Unternehmens fihrt
zu einem stark ausgepragten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how -
jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich fur ELMOS, wie fir
jedes Technologieunternehmen, eine erhdhte Abhdngigkeit von
bestimmten Mitarbeitern.

Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten werden heute in
der Regel die Einmalkosten im Entwicklungsbereich nicht mehr in vollem
Umfang von den Kunden bezahlt. Diese vorab nicht gedeckten
Entwicklungskosten miissen Uber die spateren Stlckzahlen in der Serie
amortisiert werden. Bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung
munden, besteht das Risiko, dass nicht amortisierte Kosten bei der
Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Auftragen, um die
sich eine gréBere Anzahl von Wettbewerbern bemiht, ist der Kunde in der
Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten vorab zu lbernehmen, sondern
erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Fir von
ELMOS selbst initilerte Produktentwicklungen, wie beispielsweise alle
ASSPs, ist dies in der Regel der Fall, da hierflir keine festen
Kundenauftrage vorliegen.

Der Markt fur die ELMOS-Produkte ist durch standige Weiterentwicklung
und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der Erfolg von ELMOS ist
deshalb stark von der Fahigkeit abhangig, neue komplexe Produkte
preisgunstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzufihren und zu
erreichen, dass diese Produkte von fuhrenden Zulieferern der
Automobilindustrie ausgewahlt werden.

Durch die Fahigkeit von ELMOS, Produkte flr alle Arten von elektronischen

Geraten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte
in zahlreichen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass
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das Risiko des Wegfalls eines Auftrages fur eine einzelne elektronische
Komponente breit gestreut ist.

Der zuklinftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fahigkeit abhangig,
neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS
entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen flr
ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie
alle Wettbewerber muss auch ELMOS ihre Technologie standig verbessern
und neue Prozesstechnologien flr die fortschreitende Verkleinerung der
Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zuklinftig nicht
in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu
entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dlrfte dies signifikante
Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Beschaffung

Die von ELMOS flr die Fertigung bendétigten Rohstoffe sind weltweit bei
verschiedenen Lieferanten verfugbar und unterliegen weitestgehend
keinen Monopolanbietern. Branchentypisch ist eine gewisse Abhangigkeit
von einzelnen ferndstlichen Partnern im Assembly-Bereich. ELMOS hat das
Risiko gestreut, indem mit mehreren Partnern zusammengearbeitet wird.

Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten Produkte werden als Komponenten in
komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmangel
der von ELMOS hergestellten Halbleiter oder der elektronischen Systeme,
in die sie integriert sind, koénnen direkt oder indirekt Eigentum,
Gesundheit oder Leben Dritter beeintrachtigen. ELMOS ist nicht in der
Lage, ihre Haftung gegeniuber Abnehmern oder Dritten in ihren
Absatzvertragen zu reduzieren oder auszuschlieBen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig
in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So
werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualitat und
Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen
Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft weitreichende
Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, kdnnen sich
Produktfehler moéglicherweise erst beim Verbau oder dem Gebrauch der
Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige
Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Beeintrachtigungen in den
Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen fUhren. Ein
Qualitatsproblem ganzer Chargen kdénnte zudem zu Regressanspriichen
der Kunden im Millionenbereich flihren. Dieses Risiko ist angemessen
versichert. Dennoch kdnnen diese Risiken negative Auswirkungen auf die
Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.
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Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die
Tochtergesellschaften besteht die erhdhte Pflicht, mit entsprechenden
Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mégliche
Risiken fruhzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. HierfUr wird das
installierte  Uberwachungs- und Risikomanagementsystem laufend
erweitert und verbessert. Dennoch kdénnen diese Risiken negative
Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft haben.

Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erlauterten Geschaftsrisiken ist nach
Einschatzung von ELMOS das einzige wesentliche betriebliche Risiko, das
die Entwicklung des Konzerns beeintrachtigen und den Fortbestand des
Unternehmens gefdhrden kdnnte, das Risiko der Zerstérung der
Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das
Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen
versichert, jedoch bestliinde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr
des Verlustes von SchlUsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere
Fertigungslinie (200mm-Linie) am Standort Duisburg betrieben wird. Zu
einem spateren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem
separaten Gebaude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit
verfigt ELMOS Uber mehrere unabhdangige Fertigungslinien, die autark
produzieren kdénnen. Unabhangig davon kdnnte eine
Betriebsunterbrechung an einem der Produktionsstandorte negative
Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft haben.

Die Ublichen versicherbaren Risiken wie Feuer,
Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht,
insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines
etwaigen Ruckrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die
Entwicklung des Konzerns wesentlich beeintrachtigen oder den
Fortbestand des Konzerns gefahrden kénnen, sind derzeit nicht erkennbar.

Chancen

Neben unserem Kerngeschaft, der kundenspezifischen Halbleiter in der
Automobilindustrie, bieten sich durch die weitere Umsetzung unsere
Strategie Chancen flr die Gesellschaft. Diese liegen in der vermehrten
Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von applikationsspezifischen
Halbleitern (ASSPs) sowie in einem zukinftig héheren Anteil unseres
Umsatzes in den Bereichen Industrie und Konsumgduter, was implizit auch
eine verminderte Abhangigkeit von der Automobilindustrie zur Folge hat.
Zudem planen wir zukunftig, unser Geschaft in den asiatischen Markten
auszuweiten und mit Partnern zu kooperieren, die uns entweder
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ermdglichen, unser Produktportfolio zu erweitern, oder Mdglichkeiten zur
Fremdfertigung bieten. Des Weiteren soll der Anteil an Mikrosystem-
Projekten, der Zusammenflihrung von Sensoren und Auswerteelektronik in
einem applikationsspezifischen Gehause, steigen.
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Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgange von besonderer Bedeutung zu berichten.
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Prognosebericht

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gepragt von grofBer
Unsicherheit und Zurlickhaltung der Konsumenten, insbesondere beim
Neuwagenkauf. Die Erwartungen der Marktteilnehmer und
Marktforschungsinstitute fur die Entwicklung des Automobilmarkts in 2009
zeigen eine extrem groBe Spannweite. Dies ist ein Indiz fur die im Markt
herrschende hohe Unsicherheit. Die Prognosen reichen von einem
Rickgang der weltweiten Zulassungszahlen um 8% bis zu einem
Rlckgang von 25%. Bei den automobilen Zulieferern geht man fur die
ersten Monate 2009 zum Teil noch von deutlich starkeren Absatzverlusten
aus. Dies wird auf eine Reduktion der Lagerbestande in der Zulieferkette
zurluckgefihrt.

Die aktuelle Lage stellt eine Sondersituation ohne Beispiel in der
Geschichte der Automobilindustrie dar. Langfristig wird jedoch weiter
erwartet, dass der Elektronikanteil im Automobil stetig steigt. Dabei spielt
nach wie vor der anhaltende Wachstumstrend der Elektronik im Automobil
eine groBere Rolle als eine im normalen Bereich liegende Veranderung der
Produktionszahlen in der Automobilindustrie.

Ausblick der ELMOS Semiconductor AG
ELMOS hat in den vergangenen Jahren in die Entwicklung neuer Produkte
und Maérkte investiert. Wir sind der Uberzeugung, dass sich diese
Investitionen langfristig auszahlen werden. Auch in 2009 wird ELMOS die
Umsetzung der strategischen Eckpfeiler weiter vorantreiben:

e Vermehrte Definition, Entwicklung und Vertrieb von ASSPs

e Steigerung der Aktivitaten in Industrie- und Konsumgultermarkten

e Ausweitung des Engagements in den asiatischen Markten

e Verstarkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur

Optimierung des Produktportfolios und Reduktion der Investitionen
e Steigerung des Umsatzanteils von Mikrosystemen

Fir das Jahr 2009 kann ELMOS aufgrund der gegenwartig schwierigen
Marktsituation und der unzureichenden Visibilitat noch keine quantitative
Prognose abgeben. Das erste Halbjahr 2009 wird einen deutlichen
Einbruch des Umsatzes zeigen, was durch den starken Rickgang des
Auftragseingangs insbesondere im letzten Quartal 2008 bedingt ist. Fur
den weiteren Verlauf des Jahres 2009 und darliber hinaus kann aufgrund
der derzeitig geringen Visibilitat keine Aussage getroffen werden.

In 2009 wird es die Herausforderung sein, den Spagat zwischen einerseits
der Entwicklung neuer Produkte und Technologiegenerationen sowie dem
Zugewinn von Marktanteilen und andererseits dem Erhalt einer starken
finanziellen Basis zu meistern. So ist die primare Aufgabe in 2009 die
Bewahrung einer soliden Position des Unternehmens, um die aktuell
schwierige Marktlage gut zu Uberstehen. Finanzielle Belastungen, denen
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vor dem Hintergrund der derzeitig schwachen Marktsituation nicht
entsprechende Ertrage gegenulber stehen, werden - so weit als moglich -
reduziert.

ELMOS hat bereits seit Herbst 2008 zahlreiche KosteneinsparmaBnahmen
eingeleitet, um den im Vergleich zu den urspringlichen Planungen
ausfallenden Umsatz und damit die fehlende Fixkostendeckung zu
kompensieren. Zu den MaBnahmen zahlen u.a.:
e Reduktion der Einsteuerung des Wafermaterials in den
Produktionsprozess zur Anpassung an den geringeren Bedarf
e Reduktion und Verschiebung von Investitionen
e Uberpriifung aller Kostenpositionen im Hinblick auf ihre absolute
Notwendigkeit
e Einfihrung von Kurzarbeit am Standort Dortmund und weiteren
Standorten (ab Januar 2009)
e Verzbdgerung der Fertigungsumstellung am Standort Dortmund von
6- auf 8-Zoll-Wafer
e Uberpriifung aller Unternehmensbereiche auf operative
Verbesserungspotenziale

Das ELMOS-Management arbeitet in diesen Krisenzeiten bestandig auch
an Alternativszenarien, so dass, sollte sich die Notwendigkeit zusatzlicher
MaBnahmen ergeben, sofort gehandelt werden kann. Gleiches gilt flir den
Fall einer sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung. Wir sind davon
Uberzeugt, dass wir mit den eingeleiteten MaBnahmen, den Einsparungen
und der Vorbereitung entsprechender Handlungsoptionen gut gerlstet
sind. Die Kombination aus Kostenkontrolle und angepasster Umsetzung
strategischer Schritte wird es uns ermdglichen, gestarkt aus der Krise
hervorzugehen.

Dortmund, im Marz 2009

Der Vorstand

el s, %f/ At

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Reinhard Senf Jirgen Hollisch
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